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~Hole To Hole Clearance

~ Minimum Solder Mask Sliver
~Silk To Solder Mask Clearance
. Silk To Silk Clearance

~ Net Antennae

R

" Board Qutline Clearance
1 Z“Hiah Speed v

(® Check Tracks/Arcs Min/Max Width Individually

Check Min/Max Width for Physically Connected Copper
(tracks, arcs, fills, pads & vias)

[] Characteristic Impedance Driven Width
Layers in layerstack only

Layer Stack Reference Absolute Layer

Name Index Name Index -

Top Layer 32 ToplLayer 1
Bottom Layer 33 BottomLayer 32

Rule Wizard... Priorities... Create Default Rules

OK Cancel Apply

& DRC (default)

H

15
16

Gesamt: 1.94mm

Datei Layers Clearance Distance Sizes Restring Shapes Supply Masks Misc
= My Copper Isolation
2
1 0.035mm
0.15mm
2 0.035mm
1.5mm
15 0.035mm
0.15mm
16  0.035mm

Setup (1+2*15+186)

Kern, wahrend a+b die Laver durch ein Prepregverbindet,

bis zum Layer fund vom Bottom-Layer bis zum Layer Hreichen.

Buried- (vergrabene) und durchgehende Vias werden durch runde Klammern ¢. . . » definiert,

Laver werden entweder durch ferne oder Prepregs miteinander verbunden. a*b verbindet die Layver aund 5 mit einem

Beispiel: [Z: 1+{({2*3)+{4*16) ) ] definiert ein Multilayer-Setup mit zwei Kernen far Layer 213 und 4/16 und jeweils
Buried-Vias durch den entsprechenden Kern. Die Kerne werden durch ein Prepreg miteinander verbunden und Buried-
Yias FUr den resultierenden Laver-Stapel gebohrt, Schliefilich wird Layer 1 mit Blind-Vias von Layer 1 nach 2 hinzugefagt.
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